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Plataforma flexible

Gran potencia de cémputo en tiempo

real disponible en versiones de 1y 2 Excelente disipacién del calor

CPU tanto con procesadores Infel y

AMD. El disefio Gnico con n compartimento de-

lantero para las GPU para aspirar la ma-

Capacidad para 4 discos de 3.5" de-

lanteros v ofros 4 discos de 2.5" trase-

yor cantidad de aire a baja temperaturo
con un conducto que permite la evacua-
ros, todos ellos f1of swap. cién de una gran parte del calor asegu-

rando la estabilidad delsistema.

Alta densidad de GPU : -

El sistema puede alojar hasta 10 tarjetas

nVidia GTX o RTX.



IA10GPUSST| IAT0GPU-S2
1x Intel® Xeon® Scalable 2x Intel® Xeon® Scalable
M Hasia 2TB [3DS ECC RDIMM DDR4 Hasia 4TB [3DS ECC RDIMM DDR4
M.2: PCHE 3.0 x4 o SATA M.2: 2x PCHE 3.0 x4
E 4x 3.5"/2.5" SAS3 (delante] + 4x 2.5 hotswap SATA (detrds)
= 4x PCIE 3.0 x8 1x PCIE 3.0 x16
1x PCHE 3.0 x4 (in x8) 4x PCIE 3.0 x8
_ 2x 1 GbE Intel 1210 2x 1 GbE Intel x722
IPMI (dedicado/ compartido) IPMI {dedicado,/compartido)
2x USB 2.0 + 2x USB 3.0 4x USB 3.0
ATOGPUTIA ATOGPUS2A
1x AMD Epyc 2x AMD Epyc
M Hasta 2TB (3DS ECC RDIMM DDR4) Hasia 2TB [3DS ECC RDIMM DDR4
M.2: 2x PCIE 4.0 x4 M.2: PCHE 3.0 x4 o SATA
2 4x 3.5"/2.5" SAS3 (delante] + 4x 2.5 hotswap SATA (detrds)
T 3x PCIE 4.0 x16
3x PCIE 3.0 x8
_ 2x 1 GbE Intel i210 2x 1 GbE Intel 1350-AM21
IPMI (dedicado/compartido) IPMI {dedicado,/compartido)
USB 2x USB 3.0 2x USB 2.0 + 2x USB 3.0
Power 3+1 redundant power (1600W power module|
4U — 790mm*433mm™* 176 .5mm(xVWxH)
Peso ] 35 g
Op: 5°C ~ 35°C; NonOp: -4°C ~ 70°C
Op: 35% ~ 80% ; NonOp: 20% ~ 90%
985mm*585mm* 325mm(LWxH)
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